EE AHAQZH ZYMMOPODQZHZ
Ap8.: TA-1602/24/G/03

Epeig, HMD Global Oy
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®wAavdia

SNAWVOUE LLE ATTOKAELOTLKN [LaG EUBUVN OTL TO TIPOLOV:

AcUppatog e€omALoUOG:

Movtélo: TA-1602
MNepypadn: Kivntod tnAédwvo

‘Ek&oon Aoylopikou mou adopd actppato eomAtopo: V0.021_A01

Mapexopeva e€aptiuata Kot AELTOUPYLKA LEPN: TIPOCAPOYENC, AKOUCTLKO, prtatapia, kaAwdio USB

HAektpopayvnuikn cupfatétnta (HME)

EN 301 489-1V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.3.0 (2024-07)
EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.2.5 (2024-08)
EN 55032:2015+A1:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021

EN 55035:2017+A11:2020

Acddheia

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 50332-1:2013

EN 50332-2:2013

IXETIKA PE TO epBEAAOV
EN IEC 63000: 2018

DAIMA

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)
EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
EN 301 908-13 V13.2.1 (2022-02)
EN 301 908-1 V15.2.1 (2023-01)
EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)
EN 300 440 v2.2.1(2018-07)

EN 300 330 V2.1.1(2017-02)

‘EkBeon o€ padlocuxvotnte
EN 50360:2017

EN 62209-1:2016

EN 50566:2017

ElSkd EN 62209-2:2010+A1:2019
KateuBuvtrpleg MNpappég Tng Eupwaiknig ETutpotig yia EN 62479:2010
OUPPOPPWON e Tov KAt £§0V0108GTNON KAVOVIOUO EN 50663:2017

(EE) 2019/320
Kown OUpa @opTioTh
EN IEC 62680-1-3:2022

2014/53/EE:
JUotaon Tou SUMBOUALOU OXETIKA LE TOV TIEPLOPLOMO TNG £KBECNG TOU EUPUTEPOU KOWOU OE NAEKTPOMAYVNTLKA TIESIAL.
To mpoidv mou avadEépetal mapandvw MANPOoL TLG BACIKEG amaltroeLs TG akoAoudng odnylag (odnyLwv):

- 0Obényia 2014/53/EE (RED): ApBpo 3.1a), 3.1B), 3.2, 3.3g kaL 3.4

- HO&nyla 2011/65/EE kat n emakdAouBdn tpomomnotntiky Odnyia tng (EE) 2015/863 (ROHS - Meploplopodg mikivbuvwy ouctwv)
0 koworolnpévog opyaviopdg (Ovopaoia: cetecom advanced GmbH, Tav.: 0682) npaypoatonoinoe tnv aflohdynon
cuuuopdwong ol pbwva pe to mapdptnua lll tng odnyiag RE kat e€€dwoe To miotonolnTiko e€étaong tumou EE (AplB. avad.:
EU24-0036-02-TEC).

Tomog £kdoong: Nexivo Hp/via ék8oong: 2024-11-25
E§ouciod6tnon npoidvtog HMD Global Oy.
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